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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１枚の方形の基板に複数のインク噴出用ノズル、前記複数のインク噴出用ノズルに対応
する複数の個別インク流路、前記複数の個別インク流路に対応する複数のインク供給路、
及び前記インク供給路を介して前記複数の個別インク流路のそれぞれに対してインクを供
給する共通インク室となる形状をパターンニングする工程と、
　前記複数の個別インク流路、前記複数のインク供給路、及び共通インク室となる形状に
犠牲層を埋め込む工程と、
　前記犠牲層が埋め込まれた前記基板に振動板を形成する工程と、
　前記振動板に圧電体膜を成膜した後に、前記個別インク流路に対応する形状にパターン
ニングして、前記複数の個別インク流路のそれぞれに対応する複数の圧電アクチュエータ
を形成する工程と、
　前記圧電アクチュエータを形成する工程の次に、前記圧電アクチュエータに上部電極と
なる金属膜を成膜する工程と、
　前記金属膜を成膜する工程の次に、前記振動板上に成膜によって薄膜トランジスタ回路
を形成する工程と、
　前記上部電極が成膜された後の前記基板に保護膜を成膜する工程と、
　前記保護膜が成膜された後の前記基板に、前記上部電極及び前記薄膜トランジスタ回路
に接続される配線を形成するとともに、前記圧電アクチュエータの上部電極に接続される
配線となる配線層を形成し、前記配線層を所定のパターンにパターンニングする工程と、



(2) JP 4403597 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

　残存する犠牲層を除去する工程と、
　を含み、
　前記薄膜トランジスタ回路を形成する工程は、前記圧電アクチュエータを駆動する駆動
回路を形成する工程、及び前記複数のインク噴出ノズルに対応する複数の圧電アクチュエ
ータの中からいずれかを選択するための駆動ノズル選択回路を形成する工程を含むことを
特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。
【請求項２】
　前記上部電極に接続される配線を形成する工程は、前記保護膜を貫通するように前記配
線層と導通するビアを形成した後に、前記ビアと前記圧電アクチュエータの上部電極を導
通させる圧電アクチュエータ用配線を形成する工程を含むことを特徴とする請求項１記載
のインクジェットヘッドの製造方法。
【請求項３】
　前記基板は、感光ガラス基板であることを特徴とする請求項１又は２記載のインクジェ
ットヘッドの製造方法。
【請求項４】
　前記基板を切断して個別のヘッドとした後に、インク導入接続口及び配線部材を接続し
てヘッドセグメントとする工程を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載
のインクジェットヘッドの製造方法。
【請求項５】
　前記ヘッドセグメントを前記インク噴出用ノズルが順次ずれるように位置合わせをして
接着し、一体化したインクジェットヘッドとする工程を含むことを特徴とする請求項４記
載のインクジェットヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はインクジェットヘッド及びインクジェットプリンタに関するものであり、特に、
インク噴出駆動源を駆動する駆動用の薄膜トランジスタ回路を積み重ねプロセスによって
基板上に設けた点に特徴のあるインクジェットヘッド及びインクジェットプリンタに関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パーソナルコンピュータ等の情報機器端末としてのプリンタ装置として、ワイヤを
磁気駆動し、インクリボン及び記録媒体としての用紙を介してプラテンに押圧することに
よって印字を行うワイヤ駆動型の記録ヘッドを用いたプリンタ装置や、インクをノズルか
ら噴射するインクジェット型の記録ヘッドを用いたプリンタ等が用いられているが、印字
に伴う騒音の発生しないインクジェット型プリンタ装置がオフィス内での使用に適してい
ると注目されている。
【０００３】
この様なインクジェット型プリンタ装置としては、インクを加熱素子によって瞬間加熱，
気化させて気泡を発生させ、その圧力でインクをノズルから飛翔させるバブルジェット方
式と、インクを圧電素子の変形を利用し、その変形力でノズルから飛翔させるピエゾ方式
があり、これらのプリンタは、インク粒子を噴出させる発熱素子や圧電素子を駆動する電
子回路、即ち、ドライバとしてシリコン半導体を用いている。
【０００４】
従来、ピエゾ方式の場合、ドライバを印字ヘッドと別部品としてケーブルにより接続した
り、或いは、印字ヘッド上に実装している。
また、バブルジェット方式の場合には、シリコン基板にドライバとなる電子回路を形成し
、このドライバを形成したシリコン基板を印字ヘッドの基板とし、その上に発熱素子やノ
ズル等を形成していた。
【０００５】



(3) JP 4403597 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

この様な従来のインクジェット型の記録ヘッドは、ノズル、インク流路、インク供給系、
インクタンク、発熱素子或いは圧電素子等のインク噴出駆動源等を備え、インク噴出駆動
源で発生した発熱或いは変位・圧力をインク流路に伝達することによって、ノズルからイ
ンク粒子を噴出させ、紙等の記録媒体の上に文字や画像を記録するものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ドライバを別部品とする方法は、配線が長くなったり、或いは、配線の取
り回しが困難になる等の実装上の問題があり、全体が複雑化して高コストになるほか、高
ノズル密度の実現が難しいという問題がある。
【０００７】
また、ドライバをシリコン基板に形成する方法は、シリコンウェハの大きさが最大でも１
５インチ（≒３８ｃｍ）で、しかも円形であるため、ある程度の長さが必要なラインヘッ
ドでは製造効率が悪く、さらに、現状では、Ａ４サイズが長さの限界であった。
【０００８】
したがって、本発明は、ヘッドサイズに制限のない、ドライバ一体型インクジェットヘッ
ドを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　図１は本発明の原理的構成の説明図であり、この図１を参照して本発明における課題を
解決するための手段を説明する。なお、図１は、バブルジェット方式ラインヘッドの要部
断面斜視図である。
　本発明は、インクジェットヘッドの製造方法において、１枚の方形の基板に複数のイン
ク噴出用ノズル、前記複数のインク噴出用ノズルに対応する複数の個別インク流路、前記
複数の個別インク流路に対応する複数のインク供給路、及び前記インク供給路を介して前
記複数の個別インク流路のそれぞれに対してインクを供給する共通インク室となる形状を
パターンニングする工程と、前記複数の個別インク流路、前記複数のインク供給路、及び
共通インク室となる形状に犠牲層を埋め込む工程と、前記犠牲層が埋め込まれた前記基板
に振動板を形成する工程と、前記振動板に圧電体膜を成膜した後に、前記個別インク流路
に対応する形状にパターンニングして、前記複数の個別インク流路のそれぞれに対応する
複数の圧電アクチュエータを形成する工程と、前記圧電アクチュエータを形成する工程の
次に、前記圧電アクチュエータに上部電極となる金属膜を成膜する工程と、前記金属膜を
成膜する工程の次に、前記振動板上に成膜によって薄膜トランジスタ回路を形成する工程
と、前記上部電極が成膜された後の前記基板に保護膜を成膜する工程と、前記保護膜が成
膜された後の前記基板に、前記上部電極及び前記薄膜トランジスタ回路に接続される配線
を形成するとともに、前記圧電アクチュエータの上部電極に接続される配線となる配線層
を形成し、前記配線層を所定のパターンにパターンニングする工程と、残存する犠牲層を
除去する工程と、を含み、前記薄膜トランジスタ回路を形成する工程は、前記圧電アクチ
ュエータを駆動する駆動回路を形成する工程、及び前記複数のインク噴出ノズルに対応す
る複数の圧電アクチュエータの中からいずれかを選択するための駆動ノズル選択回路を形
成する工程を含むことを特徴とする。また、本発明の一態様に係るインクジェットヘッド
の製造方法は、前記上部電極に接続される配線を形成する工程は、前記保護膜を貫通する
ように前記配線層と導通するビアを形成した後に、前記ビアと前記圧電アクチュエータの
上部電極を導通させる圧電アクチュエータ用配線を形成する工程を含むことを特徴とする
。前記基板は、感光ガラス基板である態様が好ましい。また、前記基板を切断して個別の
ヘッドとした後に、インク導入接続口及び配線部材を接続してヘッドセグメントとする工
程を含むこと態様も好ましい。さらに、前記ヘッドセグメントを前記インク噴出用ノズル
が順次ずれるように位置合わせをして接着し、一体化したインクジェットヘッドとする工
程を含む態様も好ましい。
【００１０】
　この様に、複数のインク噴出用ノズル２、インク噴出用ノズル２に接続する個別インク



(4) JP 4403597 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

流路、インク噴出駆動源４を配置した基板１上に、積み重ねプロセスで形成した薄膜トラ
ンジスタ回路５を設けることによって、ドライバとなる薄膜トランジスタ回路５を別部品
ではなく、基板１と一体に形成することができ、それによって、低コスト化，高ノズル密
度化が可能になる。また、ドライバとして薄膜トランジスタ回路５を用いているので、基
板１は、単結晶シリコン基板である必要はなく、ガラス等の方形の基板１を用いることに
よってヘッドサイズに制限がなくなるとともに、製造効率も向上する。また、薄膜トラン
ジスタ回路５として、単結晶シリコンではなく、アモルファスシリコン、多結晶シリコン
、或いは、微結晶シリコン等の非単結晶シリコンで構成することにより、ガラス等の基板
との一体化が可能になる。
【００１１】
　前記インク噴出駆動源が、抵抗加熱源または圧電アクチュエータのいずれかである態様
が好ましい。
【００１２】
　この様に、薄膜トランジスタ回路５を一体化したドライバ一体型ヘッドは、インク噴出
駆動源４として抵抗加熱源を用いたバブルジェット方式インクジェットヘッド及びインク
噴出駆動源４として圧電アクチュエータを用いたピエゾ方式インクジェットヘッドに適用
されるものである。
【００１３】
（３）また、本発明は、上記（１）または（２）において、薄膜トランジスタ回路５が、
インク噴出駆動源４を駆動する駆動回路及び駆動ノズル選択回路の少なくとも一方を含ん
でいることを特徴とする。
【００１４】
この様に、基板１に一体化する薄膜トランジスタ回路５には、少なくともインク噴出駆動
源４を駆動する駆動回路及び駆動ノズル選択回路の一方を含んでいれば良い。
【００１５】
　前記基板は、単結晶シリコン基板及びガラス基板のうち少なくとも何れか一方を含む態
様が好ましい。
【００１６】
　この様に、半導体製造プロセスを用いて、薄膜トランジスタ回路等を構成しているので
、別部品の実装工程或いは配線工程が不要になり、製造工程か簡素化され、且つ、高ノズ
ル密度化が可能になる。
【００１７】
（５）また、本発明は、インクジェットプリンタにおいて、上記（１）乃至（４）のいず
れかのインクジェットヘッドを搭載したことを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
ここで、図２及び図３を参照して、本発明の第１の実施の形態のバブルジェット方式ライ
ンヘッドの製造工程を説明する。
なお、このバブルジェット方式ラインヘッドの仕様としては、印字幅２００ｍｍ、ノズル
ピッチ２，４００ｄｐｉ（１，２００ｄｐｉ×２列／色），インク流量２ｐｌである。
図２（ａ）参照
まず、２５０×２５０×２ｍｍの正方形状のソーダガラス基板１１上に、ＴＦＴ駆動液晶
表示装置と同様の方法でＴＦＴ回路２０を形成する。
【００１９】
図２（ｂ）参照
図２（ｂ）は、図２（ａ）におけるＴＦＴ回路２０の拡大断面図であり、例えば、厚さが
３００ｎｍの下地ＳｉＯ2 膜１２をＰＣＶＤ法（プラズマＣＶＤ法）によって堆積させた
のち、スパッタ法によって厚さが１５０ｎｍのＴａ膜を堆積させ、所定の形状にパターニ
ングすることによってＴａゲート電極１３及びゲートバスラインを形成し、次いで、ＰＣ
ＶＤ法を用いて、例えば、厚さが４００ｎｍのＳｉＮ膜を堆積させてＳｉＮゲート絶縁膜
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１４を形成する。
【００２０】
次いで、ＰＣＶＤ法を用いて、例えば、厚さが１５ｎｍのアンドープのα－Ｓｉ膜１５、
厚さが１２０ｎｍのＳｉＮ膜を順次堆積させたのち、Ｔａゲート電極１３をマスクとした
セルフアライン露光を行うことによってＳｉＮ膜を所定形状にパターニングしてチャネル
保護膜１６を形成し、再び、ＰＣＶＤ法を用いて、例えば、厚さが３０ｎｍのｎ+ 型α－
Ｓｉ膜１７を堆積させたのち、反応性イオンエッチングを施すことによって、ｎ+ 型α－
Ｓｉ膜１７及びα－Ｓｉ膜１５を一個のＴＦＴを形成するようにパターニングする。
【００２１】
次いで、全面に、例えば、厚さが１５０ｎｍのＴａ膜をスパッタ法によって堆積させたの
ち、ｎ+ 型α－Ｓｉ膜１７も含めてパターニングしてソース・ドレイン電極１８を形成す
ることによってＴＦＴ回路２０の基本構成が完成し、最後に、ソーダガラス基板１１の全
面にＳｉＯＮ保護膜２１を設ける。
【００２２】
図２（ｃ）参照
次いで、例えば、厚さが、２００ｎｍの耐久性のあるＴｉＮ膜を堆積させたのち、個別の
インク流路に対応するようにパターニングすることによってＴｉＮ発熱層パターン２２を
形成する。
次いで、ＳｉＯＮ保護膜２１にＴＦＴ回路２０に達するビアホールを形成したのち、Ａｌ
膜を全面に堆積させ、パターニングすることによってＡｌヒータ用配線層２３及びＡｌ配
線層２４を形成し、次いで、再び、全面に、例えば、厚さが、５００ｎｍＳｉＯＮ保護膜
２５を設ける。
【００２３】
図３（ｄ）参照
次いで、全面にＳＯＧ（スピンオングラス）２６を堆積させたのち、残存部がインク流路
２７、インク供給路２８、及び、共通インク室２９を形成するようにパターニングし、イ
ンクと反応せず且つ硬いＣｒをメッキすることによりインク流路壁３０を形成する。
【００２４】
図３（ｅ）参照
図３（ｅ）は、要部断面斜視図であり、エキシマレーザを照射して複数カ所にノズル３１
を形成したのち、ノズル３１等を介して残存するＳＯＧ２６をエッチング除去する。
以降は図示しないものの、ソーダガラス基板を切断して個別のヘッドとしたのち、インク
導入接続口及びフレキシブルケーブルを接続してヘッドセグメントとする。
この様なヘッドセグメントを、紙送り機構、インクタンク、ヘッドクリーニング・パージ
機構を有するプリンタ装置に取り付けることによって、バブルジェット方式のインクジェ
ットプリンタが完成する。
【００２５】
この様に、本発明の第１の実施の形態においては、基板として、方形のソーダガラス基板
１１を用いているので、任意の大きさの基板を使用することができ、ヘッドサイズに制限
のないドライバ一体型ヘッドを効率良く製造することができる。
【００２６】
また、本発明は、Ｃｒからなるインク流路壁３０をＳＯＧの塗布及びパターニングという
半導体技術を用いて形成しているので、インク流路壁部材の実装等の作業・位置合わせが
不要となり、且つ、ＴｉＮ発熱層パターン２２を駆動するためのＡｌヒータ用配線層２３
も半導体技術を用いて形成しているのでフレキシブルケーブルとの接続等の作業が不要に
なるので、製造工程が簡素化され、且つ、高ノズル密度化が可能になる。
【００２７】
なお、上記の第１の実施の形態の説明においては、発熱層としてＴｉＮ膜を用いているが
、ＴｉＮ膜の代わりにＳｉＣ膜を用いても良いものであり、また、インク流路壁３０をＣ
ｒによって形成している、Ｃｒの代わりにＮｉを用いても良いものである。
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【００２８】
次に、図４及び図５を参照して、本発明の第２の実施の形態のピエゾ方式ラインヘッドの
製造工程を説明する。
なお、このバブルジェット方式ラインヘッドの仕様としては、印字幅３００ｍｍ（Ａ３対
応）、ノズルピッチ２，４００ｄｐｉ（６００ｄｐｉ×４列／色），インク流量２ｐｌで
ある。
図４（ａ）参照
まず、３５０×３５０×２ｍｍの正方形の感光性ガラス基板４１に、ノズル４２、インク
流路４３、インク供給路４４、及び、共通インク室４５を形成するパターンに露光を行っ
て、露光箇所を結晶化し、結晶化領域をエッチング除去することによって、ノズル４２、
インク流路４３、インク供給路４４、及び、共通インク室４５を形成する。
なお、各領域を異なった深さに形成するために、露光量を調整すれば良い。
【００２９】
図４（ｂ）参照
次いで、ディップコートによって感光性ガラス基板４１に形成したノズル４２、インク流
路４３、インク供給路４４、及び、共通インク室４５をＳＯＧ４６で埋め込んだ後、ＣＭ
Ｐ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法を用いて表面を
平坦化する。
次いで、スパッタ法を用いて、平坦化したＳＯＧ４６上に、厚さが、０．１～１０μｍ、
例えば、１．０μｍの硬いＴｉＮ膜を堆積させて、ＴｉＮ振動板４７を形成する。
【００３０】
図４（ｃ）参照
次いで、ＥＣＲスパッタ法によって、全面に、厚さが、０．２～２０μｍ、例えば、１．
０μｍのＰＺＴ（ＰｂＺｒx Ｔｉ1-x Ｏ3 ）膜を堆積させ、個別のインク流路４３に対応
する形状にパターニングすることによって、ＰＺＴ圧電層４８を形成し、次いで、マスク
を用いたマスクスパッタ法によって厚さが、例えば、１００ｎｍのＰｔ上部電極４９を形
成する。
【００３１】
図５（ｄ）参照
次いで、図２（ｂ）に示した形成方法と同様な方法で、ＴｉＮ振動板４７上にＴＦＴ回路
５０を形成する。
即ち、ＴｉＮ振動板４７上に、例えば、厚さが１００ｎｍの下地ＳｉＯ2 膜をＰＣＶＤ法
によって堆積させたのち、スパッタ法によって厚さが１５０ｎｍのＴａ膜を堆積させ、所
定の形状にパターニングすることによってＴａゲート電極及びゲートバスラインを形成し
、次いで、ＰＣＶＤ法を用いて、例えば、厚さが４００ｎｍのＳｉＮ膜を堆積させてＳｉ
Ｎゲート絶縁膜を形成する。
次いで、ＰＣＶＤ法を用いて、例えば、厚さが１５ｎｍのアンドープのα－Ｓｉ膜、厚さ
が１２０ｎｍのＳｉＮ膜を順次堆積させたのち、Ｔａゲート電極をマスクとしたセルフア
ライン露光を行うことによってＳｉＮ膜を所定形状にパターニングしてチャネル保護膜を
形成し、再び、ＰＣＶＤ法を用いて、例えば、厚さが３０ｎｍのｎ+ 型α－Ｓｉ膜１７を
堆積させたのち、反応性イオンエッチングを施すことによって、ｎ+ 型α－Ｓｉ膜及びα
－Ｓｉ膜を一個のＴＦＴを形成するようにパターニングする。
次いで、全面に、例えば、厚さが１５０ｎｍのＴａ膜をスパッタ法によって堆積させたの
ち、ｎ+ 型α－Ｓｉ膜も含めてパターニングしてソース・ドレイン電極を形成することに
よってＴＦＴ回路５０を形成する。
【００３２】
次いで、全面に、例えば、厚さが、１００ｎｍＳｉＯＮ保護膜５１を設け、Ｐｔ上部電極
４９及びＴＦＴ回路５０の達するビアホールを形成したのち、Ａｌ膜を全面に堆積させ、
パターニングすることによってＡｌ配線層５２及びＡｌ配線層５３を形成し、次いで、再
び、全面に、例えば、厚さが、１００ｎｍＳｉＯＮ保護膜５４を設ける。
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【００３３】
図５（ｅ）参照
図５（ｅ）は、要部断面斜視図であり、ノズル４２等を介して残存するＳＯＧ４６をエッ
チング除去する。
以降は図示しないものの、感光性ガラス基板４１を切断して個別のヘッドとしたのち、イ
ンク導入接続口及びフレキシブルケーブルを接続してヘッドセグメントとする。
この様なヘッドセグメントをマゼンタ、イエロー、シアンの各色毎に４個ずつ、ノズル４
２の位置が順次ずれるように位置合わせし、接着、一体化することによってカラー印字ヘ
ッドとし、このカラー印字ヘッドを、紙送り機構、インクタンク、ヘッドクリーニング・
パージ機構を有するプリンタ装置に取り付けることによって、ピエゾ方式のインクジェッ
トプリンタが完成する。
【００３４】
この様に、本発明の第２の実施の形態においては、基板として、方形の感光性ガラス基板
４１を用いているので、任意の大きさの基板を使用することができ、ヘッドサイズに制限
のないドライバ一体型ヘッドを効率良く製造することができる。
【００３５】
また、本発明は、感光性ガラス基板４１に、堆積工程及びエッチング工程という半導体製
造プロセスを用いて、インク流路等、振動板、圧電アクチュエータ、ＴＦＴ回路を構成し
ているので、別部品の実装工程或いは配線工程が不要になり、製造工程か簡素化され、且
つ、高ノズル密度化が可能になる。
【００３６】
以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、本発明は各実施の形態における構成に限
定されるものではなく、各種の変形が可能である。
例えば、上記の第１の実施の形態においては、基板としてソーダガラス基板を用いている
が、ソーダガラス基板に限られるものではなく、ソーダガラスと同等若しくはそれ以上の
耐熱性及び強度を有するものであれば良く、例えば、石英ガラスやパイレックガラスを用
いても良いものである。
【００３７】
また、方形で、大口径の単結晶シリコン基板が安価に製造されるようになった場合には、
基板として単結晶シリコン基板を用いても良いものであり、特に、上記の第２の実施の形
態の様に、基板にインク流路等をエッチングで形成する場合に好適である。
【００３８】
また、上記各実施の形態においては、ＴＦＴ回路をα－Ｓｉによって構成しているが、α
－Ｓｉに限られるものではなく、多結晶シリコン或いは微結晶シリコンを用いても良いも
のである。また、個々のＴＦＴの形状も、ゲート電極を基板側に設ける構造に限られるも
のではなく、基板上に非単結晶シリコン層を堆積させ、その上にゲート絶縁膜を介してゲ
ート電極を形成した構造のＴＦＴを用いても良いものである。
【００３９】
また、上記の各実施の形態においては、発熱層或いは圧電層を全面に堆積させたのちパタ
ーニングしているが、リフトオフ法やマスクスパッタ法等を用いて、最初から選択的に形
成しても良いものである。
【００４０】
また、上記の第２の実施の形態においては、圧電層となるＰＺＴをＥＣＲスパッタ法で堆
積させているが、ＭＯＣＶＤ法を用いて堆積させても良いものであり、また、圧電材料は
ＰＺＴに限られるものではなく、ＰＺＴと同系のＰｂを含むペロブスカイト酸化物を用い
ても良いものである。
【００４１】
また、上記の第２の実施の形態においては、振動板として導電性のあるＴｉＮを用いてい
るので下部電極を省略しているが、振動板は絶縁体でも良いものであり、絶縁体で構成す
る場合には、圧電層を堆積させる前に下部電極を形成する必要がある。
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【００４２】
また、本発明は、ヘッドを固定または微小移動させるラインプリンタを前提にしているが
、必ずしも、ラインプリンタに限られるものではなく、シャトルに搭載して駆動しながら
印字を行うインクジェットプリンタにも適用されるものである。
【００４３】
【発明の効果】
本発明によれば、基板として方形で且つ大面積の安価な基板を用いるとともに、インク噴
出駆動源を駆動するドライバを薄膜トランジスタによって形成しているので、ドライバの
一体化が可能になり、インクジェットラインプリンタの大型化、低コスト化が可能になり
、それによって、インクジェットプリンタの小型化、軽量化を図ることができ、インクジ
ェットプリンタの微細化、高速化に寄与するところが大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理的構成の説明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態のバブル方式ラインヘッドの途中までの製造工程の説
明図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態のバブル方式ラインヘッドの図２以降の製造工程の説
明図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態のピエゾ方式ラインヘッドの途中までの製造工程の説
明図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態のピエゾ方式ラインヘッドの図４以降の製造工程の説
明図である。
【符号の説明】
１　基板
２　インク噴出用ノズル
３　個別インク流路
４　インク噴出駆動源
５　薄膜トランジスタ回路
１１　ソーダガラス基板
１２　下地ＳｉＯ2 膜
１３　Ｔａゲート電極
１４　ＳｉＮゲート絶縁膜
１５　α－Ｓｉ膜
１６　チャネル保護膜
１７　ｎ+ 型α－Ｓｉ膜
１８　ソース・ドレイン電極
２０　ＴＦＴ回路
２１　ＳｉＯＮ保護膜
２２　ＴｉＮ発熱層パターン
２３　Ａｌヒータ用配線層
２４　Ａｌ配線層
２５　ＳｉＯＮ保護膜
２６　ＳＯＧ
２７　インク流路
２８　インク供給路
２９　共通インク室
３０　インク流路壁
３１　ノズル
４１　感光性ガラス基板
４２　ノズル
４３　インク流路
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４４　インク供給路
４５　共通インク室
４６　ＳＯＧ
４７　ＴｉＮ振動板
４８　ＰＺＴ圧電層
４９　Ｐｔ上部電極
５０　ＴＦＴ回路
５１　ＳｉＯＮ保護膜
５２　Ａｌ配線層
５３　Ａｌ配線層
５４　ＳｉＯＮ保護膜

【図１】 【図２】
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【図５】
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